esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Seite 1 von 1 



Device for laying electrical conductors in floor coverings. 
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^^^^^ Abstract 

The device (1) is one possible embodiment of the device according to the invention. Its underside (12) 
is closed off by a lower contact- adhesive layer (2) which covers the underside (32) of the fabric base 
layer (3) and, owing to the uneven surface structure of the latter, adheres relatively weakly. Affixed to 
the upper side (31) of the fabric base layer (3) by means of an intermediate contact-adhesive layer (34) 
which is even on top and therefore adheres better is a foam layer (4). This foam layer (4) compensates, 
in use, for relatively small unevennesses in such a way that the electrically conductive filaments (6) 
carried on its upper side (41) by an upper contact- adhesive layer (5) on the upper side (51) of the latter 
are constantly in electrically conductive contact with the floor covering. With a device (1) of this type it is 
thus possible to lay antistatic or conductive floor coverings on any desired floor, without the need for 
expensive prior working of the latter, in such a way that on the one hand long-term static charges can 
be safely conducted to earth by it and, on the other hand, if desired, the floor covering can a gain b e 
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held by the floor without damaging the foundation and while retaining its possible reusability. 
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@ Vorrichtung zum elektrisch lettenden Verlegen von Bodenbelagen. 

@ Die Vorrichtung (1 ) ist eine mogliche Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemassen Vorrichtung. Ihre Unterseite (12) wird 
durch eine. die Unterseite (32) der Gewebe-Basischicht (3) 
uberziehenden, wegen ihrer unebenen Oberflachenstruktur, 
schwacher haftenden unteren Haftkleberschicht (2) abge- 
schlossen. Auf der Oberseite (31) der Gewebe-Basisschicht (3) 
ist mittels einer oben ebenen und daher besser haftenden 
mittleren Haftkleberschicht (34) eine Schaumstoffschicht (4) 
flxiert. Diese Schaumstoffschicht (4) gleicht im Gebrauch 
kleinere Unebenheiten so aus, dass die auf ihrer Oberseite (41 ) , 
durch eine obere Haftkleberschicht (5) auf deren Oberseite (51) 
getragenen elektrischen Leitfaden (6), stets mit dem Bodenbe- 
lag in elektrisch leitendem Kontakt stehen. Somit konnen mit 
einer derartigen Vorrichtung (1) Antistatik-oder Ableit-Boden- 
beiage auf jeden beliebigen Boden, ohne dass dieser zuvor 
aufwendig bearbeitet werden muss, derart verlegt werden, dass 
einerseits langfristig statische Ladungen sicher von ihm gegen 
Erde abgeleitet werden konnen; und andererseits aber, falls 
erwunscht, der Bodenbelag, ohne Beschadigung des Unter- 
grundes, bei Erhaltung seiner eventuellen Wiederverwendbar- 
keit, vom Boden wieder aufgenommen werden kann. 
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Beschreibung 

Vorrichtung zum lektrisch I itend 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum elek- 
trisch ieitenden Verlegen von Bodenbelagen nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Als soiche 5 
Bodenbelage eignen sich sogenannte Anti-Statik- 
oder Ableit-Bodenbelage, die man mit einer erfin- 
dungsgemassen Vorrichtung auch wieder aufnehm- 
bar, volifiachig verlegen kann. 

Der zunehmende Einsatz empfindlicher Elektronik 10 
in Buros, Labors, Produktionsstatten und im Privat- 
bereich erfordert verrnehrt die Anwendung von 
ESD-Schutzmassnahmen (ESD = Electrostatic- 
Discharge). Dabei geht es vorwiegend darum, zu 
verhindern, dass sich Personen elektrostatisch 15 
aufladen und sich danach, zum Beispiel uber ein 
geeerdetes, elektronische Bauteile enthaltendes 
Gerat so zu entladen, dass im Gerat ein Schaden 
entsteht. Aber auch der Mensch soli von den Folgen 
elektrostatischer Entladungen geschutzt werden. 20 

Eine der wirkungsvollsten Massnahmen zum 
Schutz vor elektrostatischen Entladungen ist, die 
elektrostatische Aufladung gar nicht erst entstehen 
zu lassen, oder diese unmittelbar nach ihrer Enste- 
hung (z.B. beim Begehen eines Kunststoffteppichs 25 
durch eine Person) mogiichst unmittelbar so gegen 
Erde abzu'eiten, dass keine fur elektronische Bautei- 
ie gefahriichen Spannungen auftreten konnen. Zu 
dlesem Zweck werden heute unter anderem soge- 
nannts Anti-Statik- oder Ableit-Bodenbelage, elek- 30 
trisch ieitend geerdet, verlegt. Sie weisen durch 
ihren speziellen Aufbau einen geringeren elektri- 
schen Durchgangswiderstand als Qbliche Bodenbe- 
lage auf. 

Durch geeignete Verlegung eines solchen Boden- 35 
belages kann bei gleichzeitigem Tragen von geeig- 
neten Schuhen, ein elektrischer Ableitwiderstand 
fGesamtwiderstand "Mensch-Erde") R Weiner 10 
hoch 8 Ohm erreicht werden. Dazu ist es wichtig, 
dass nicht nur die Schuhe und der Bodenbelag 40 
einen relatiy geringen Durchgangswiderstand (R 
kieiner 10 hoch 8 Ohm) aufweisen, sondern auch die 
Uebergangswiderstande zwischen Schuhsohle und 
Bodenbelag sowie auch zwischen Bodenbelag und 
Erde mfiglichst klein sind. 45 

Durch geeignete Oberflachenbeschaffenheit der 
Schuhsohlen und des Bodenbelages kann der 
Uebergangswiderstand zwischen Schuh und Bo- 
denbelag minirniert werden. 

Um den Uebergangswiderstand zwischen Boden- 50 
belag und Erde mogiichst klein zu halten, muss 
diese: Bodenbelag mit geeigneten, elektrisch leitfa- 
higen. Mitteln verlegt werden Bislang hat man dazu 
elektrisch leitfahige Spatelmassen, Kleber und diese 
erdende Kupferbander verwendet. Dabei muss der 55 
Untergrund in arbeitsintensiver und zeitraubender 
Weise vorbereitet werden, wobei dort mehrere 
unterschiedliche Schichten aufgebaut werden, be- 
vor der Bodenbelag, mittels eines elektrisch Ieiten- 
den Klebstoffs, befestigt werden kann. Im weiteren 60 
sind die so verlegten Bodenbelage schlecht oder gar 
nicht, ohne Beschadigung des Untergrundes, wie- 
deraufnehmbar. Die Wiederverwendbarkeit des Bo- 



n Verlegen von Bod nbelagen 

denbelags ist dabei praktisch ausgeschlossen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine 
wirtschaftlich vorteilhafte Mdglichkeit zu schaffen, 
mit der ein Bodenbelag, elektrisch Ieitend, einfach 
verlegt werden kann, wobei die elektrostatischen 
Ladungen uberall von ihm sicher gegen Erde 
abgeleitet werden konnen. Es konnen dann keine 
gefahriichen Spannungen auftreten. Dabei soil vor- 
zugsweise die Wiederaufnehmbarkeit des so verleg- 
ten Bodenbelags vom Boden, ohne Beschadigung 
des Bodens, und allenfalls auch die Wiederverwend- 
barkeit des Bodenbelages, moglich sein. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird eine in An- 
spruch 1 definierte Vorrichtung vorgeschlagen. 

Die Vorrichtung eignet sich zum elektrisch Ieiten- 
den Verlegen von ausreichend leitfahigen Bodenbe- 
lagen auf verschiedensten Untergrunden, ohne, 
dass diese zuvor speziell behandelt werden mussen. 

Dabei ist vorteilhaft, dass nur an einer beliebig n 
Stelle des Bodens, nur ein, vorzugsweise quer zur 
Hauptrichtung der elektrischen Leiter angeordneter, 
elektrischer Erdierter, zum Beispiel ein Kupferband, 
zwischen den Bodenbelag und die Vorrichtung 
eingelegt und an Erde gelegt zu werden braucht. 

Wenn man bevorzugterweise wenigstens einige 
der elektrischen Leiter, insbesondere in Langsrich- 
tung der Vorrichtung, zueinander parallel verlaufen 
lasst, und dabei einen reiativ kleinen seitlich.en 
Abstand (wenige Millimeter bis einige wenige Centi- 
meter) der Leiter einhalt, bekommt man bereits 
einen guten Erdungseffekt durch einen querverlau- 
fenden Erdungsleiter, zum Beispiel ein Kupferband. 

Wenn man weiter bevorzugterweise ausserdem 
noch , zum Beispiel schrag verlaufende, zu den 
parallelen Leitern kreuzend verlaufende Leiter ver- 
wendet, kann an praktisch jeder Stelle eines Leiters 
ein Erdungsleiter angeschlossen werden. 

Um den Leitern eine gute Haftung an der 
Selbstkleberschicht zu verleihen und um sie trotz- 
dem zur Kontaktierung des Bodenbelags gunstig 
anordnen zu konnen, dabei aber die Kiebfahigkeit 
der oberen Seite der Haftkleberschicht nicht uber 
Gebuhr zu schmalern, ist es vorteilhaft, wenn die 
elektrischen Leiter teilweise in die Haftkleberschicht 
und/oder auch in die Schaumstoffschicht eingebet- 
tet sind. 

Die Schaumstoffschicht kann direkt auf die Basis- 
schicht aufgeschaumt sein, zum Beispiel ais Latex- 
schaum, oder sie kann an die Basisschicht ange- 
klebt sein, wobei die Verwendung eines Haftklebers 
gute Dienste Leisten kann. 

Wenn man ein nicht spaltbares Gewebe als 
Basisschicht verwendet, kann man beidseits Haft- 
kleberschichten vorsehen. In diesem Falle ist es 
moglich an der Oberseite der Basisschicht eine 
plane, durchgehende und somit stark haftende 
Haftkleberschicht zum Ankleben der Schaumstoff- 
schicht vorzusehen; wogegen man an der Untersei- 
te der Basisschicht eine unebene, durchgehende 
Haftkleberschicht verwenden kann, so dass gegen- 
uber dem Boden eine begrenzte Haftklebung ent- 
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steht, welche die schadenlose Wied raufnahme 
ermoglicht. 

Man kann aber auch ein kartonartig steifes 
Flachengebilde als Basisschicht verwenden, die man 
wie oben geschildert mit der Schaumstoffschicht 
verbinden kann, Man kann sie je nach den Anspru- 
chen mit dem Boden verkleben oder lose lassen. 

Die elektrischen Leiter sind vorzugsweise schmal, 
damit sie die Klebkraft der Haftkleberschicht nicht 
beeintrachttgen, wobei dunne und somit biegsame 
Drahte Oder Litzen (Bundel von sehr feinen Draht- 
chen), aber auch textilahnlich feine Faden mit 
allerdunnsten Metalldrahtchen (Metallfasern) niitz- 
lich sind. 

Weil diese elektrischen Leiter sozusagen eine 
beinahe flachige Ableitung an der Ruckseite des 
Bodenbelags bewerkstelligen konnen, brauchen die 
ubrigen Vorrichtungsteile nicht elektrisch leitend zu 
sein, so dass sie optimal auf ihre Funktionen 
ausgerichtet werden konnen (beispielsweise: Kle- 
ben bei der Haftkleberschicht; Ausgleichen bei der 
Schaumstoffschicht; Erhalten der Dimensionsstabi- 
litat bei der Basisschicht). Es kann namlich fur die 
Dauerhaftigkeit von Eigenschaften der beispielswei- 
se geschilderten Art sehr schadlich sein, wenn 
abweichende Kriterien bei der Hersteilung Ruck- 
sicht finden mussen. 

Man muss also bei den Eigenschaften der erfin- 
dungsgemassen Vorrichtung keine Leitfahigkeits- 
kompromisse eingehen, wahrend solche bislang 
unvermeidlich erschienen. 

Somit ermoglicht es die Erfindung einen geeigne- 
ten Bodenbelag, den jeweiiigen Bedurfnissen ent^ 
sprechend, leitend zu verlegen und somit zu erden, 
wobei dies auf einfachste Weise und ohne muhsame 
und unangenehme Vorarbeiten geschehen kann. 
Man iegt dazu die Unterseite der Vorrichtung auf 
einen Boden, wahrend die Oberseite in an sich 
bekannter Weise durch eine Schutzfolie, z.B. ein 
silikonisiertes Papier, geschutzt bleibt. Wenn die 
Unterseite eine Haftkleberschicht hat, klebt man die 
Vorrichtung dabei auf den Boden. Man zieht die 
obere Schutzfolie ab und Iegt dadurch die Haftkle- 
berschicht und die darauf befindlichen elektrischen 
Leiter fret, so dass der nun aufgelegte Bodenbelag 
gleichzeitig am Haftkleber fixiert und mit den 
elektrischen Leitern elektrisch leitend verbunden 
wird. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der rein 
schematischen Zeichnung beispielsweise bespro- 
chen. Eszeigen: 

Fig. 1 ein auf zwei Seiten geschnittenes stark 
uberhohtes Schaubild einer ersten Ausfuh- 
rungsform der erfindungsgemassen Vorrich- 
tung mit einer Gewebe-Basisschicht, die als 
Doppelkiebeband ausgefuhrt ist, 

Fig. 2 ein der Fig, 1 ahnliches Schaubild einer 
zweiten Ausfuhrungsform der erfindungsge- 
massen Vorrichtung, mit direkt auf eine karton- 
artige Basisschicht aufgeschaumter Schaum- 
stoffschicht, wobei die Basisschicht unten und 
oben keine Haftkleberschicht aufweist, In der 
Zeichnung sind die Teile wie folgt bezeichnet: 

I erste Ausfuhrungsform der Vorrichtung (Fig. 1) 

I I Oberseite von 1 , gleichzeitig Oberseite von 6 



12 Unterseite von 1 , gleichzeitig Unterseite von 2 

2 untere Haftkleberschicht (uneben) 

3 Gewebe-Basisschicht 
31 Oberseite von 3 

5 32 Unterseite von 3, an der 2 haftet 

33 Faden von 3 

34 mittlere Haftkleberschicht (eben) auf 31 

4 Schaumstoffschicht, an 34 haftend 
41 Oberseite von 4 

10 5 Obere Haftkleberschicht auf 41 
51 Oberseite von 5 

6 elektrische Leiterfaden, teilweise in 5 eingebettet 

101 zweite Ausfuhrungsform der Vorrichtung (Fig. 2) 
15 111 Oberseite von 101, gleichzeitig Oberseite von 

106 ' 

112 Unterseite von 101, gleichzeitig Unterseite von 

103 

103 kartonartig steife Basisschicht, z.B. ein Vlies- 
20 stoff 

(nachstehend Karton-Basisschicht genannt) 
131 Oberseite von 103 

104 Schaumstoffschicht, auf 131 aufgeschaumt 
haftend 

25 141 Oberseite von 104 

105 Obere Haftkleberschicht auf 141 
151 Oberseite von 105 

106 elektrische Leiterfaden, teilweise in 105 einge- 
bettet 

30 Die Vorrichtungen 1 und 101 weisen je eine im 
Gebrauch dem Bodenbelag (in der Zeichnung 
doppelstrichpunktiert angedeutet) zugewendet 
Oberseite 11 bzw. 111 und je eine im Gebrauch dem 
Boden (in der Zeichnung strichpunktiert angedeu- 

35 tet) zugewendete Unterseite 12 bzw. 112 auf. 

Die Basisschicht der Vorrichtung 1 ist so als 
Doppelklebband ausgefuhrt, dass die auf der Unter- 
seite 32 des dehnfesten Traggewebes 3 befindliche 
untere Haftkleberschicht 2 wegen ihres unebenen 

40 Verlaufs schwacher haftet, als die auf der Oberseite 
31 des Traggewebes aufgebrachte mittlere Haftkle- 
berschicht 34. 

Das Traggewebe besteht vorteilhafterweise aus 
einem Stapeifasergarn, z.B. bewahrterweise Zellwol- 

45 le, das durch seine rauhe Oberflache dem Haftkleber 
guten Halt bietet. 

Als Haftkleber eignet sich speziell eine Acryl-Di- 
spersion, angereichert mit klebrig machenden Har- 
zen, sowie UV- und Alterungsschutz, wobei auch 

50 Weichmacherunempfindlichkeit errreichbar ist. 

Die beiden HaftWeberschichten 2 und 34 sind in 
den Zwischenraumen des Traggewebes 3 miteinan- 
der verbunden, was die Unspaltbarkeit der Basis- 
schicht fordert. 

55 Mittels der mittleren Haftkleberschicht 34 wird b i 
Vorrichtung 1 auf dem Traggewebe 3 die Schaum- 
stoffschicht 4, z.B. Polyathylenschaum, fixiert. 

Die Schaumstoffschicht 4 tragt auf ihrer Oberseite 
41 eine obere Haftkleberschicht 5, deren Zusam- 

60 mensetzung mit derjenigen der beiden anderen 
HaftWeberschichten 2 und 34 ubereinstimmen kann. 

Auf der Oberseite 51 der oberen Haftkleber- 
schicht 5 sind elektrische Leitfaden 6 so aufge- 
bracht. dass sie nach oben elektrisch kontaktfahig 

65 sind. 
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Die elektrischen Leitfaden 6 enthalten vorteilhaf- 
terweise korrosionsresistente elektrisch leitende 
Drahtchen, z.B. aus Edelstahl, damit die elektrischen 
Ableiteigenschaften der Vorrichtung 1 langfristig 
gewahrleistet werden konnen. 5 

Die Schaumstoffschicht 4 gleicht im Gebrauch 
kleinere Unebenheiten so aus, dass die elektrischen 
Leitfaden 6 elektrisch leitend sicher mit dem Boden- 
belag (in der Zeichnung doppelstrichpunktiert ange- 
deutet) in Beruhrung stehen und dass die Klebkraft 10 
der Oberseite 51 der oberen Haftkleberschicht 5 
nicht unzureichend geschmalert wird. 

Dabei sind, durch den Anpressdruck des Boden- 
belags und die Klebkraft der oberen Haftkleber- 
schicht. die elektrischen Leitfaden 6 teilweise in die 15 
Haftkleberschicht 5 und die Schaumstoffschicht 4 
eingebettet. 

Die Vorrichtung 101 beinhaltet eine Karton-Basis- 
schicht 103. auf deren Oberseite 131 eine Schaum- 
stoffschicht 104, z.B. ein Latexschaum, direkt aufge- 20 
schaumt haftet. 

Auf der Oberseite 141 der Schaumstoffschicht 
104 befindet sich wie bei Vorrichtung 1 eine obere 
Haftkleberschicht 105, auf deren Oberseite 151 
eiektrische Leitfaden 105 haften. 25 

Wie bei Vorrichtung 1 gleicht auch hier die 
Schaumstoffschicht 104 im Gebrauch kleinere Un- 
ebenheiten so aus, dass eine einwandfreie eiektri- 
sche Kcntaktierung ,der auch hier bevorzugterweise 
aus geeignetem Material bestehenden, elektrischen 30 
Leitfaden mit dem Bodenbelag (in der Zeichnung 
doppelstrichpunktiert angedeutet) langfristig garan- 
tiert werden kann. 

Dabei sind die elektrischen Leitfaden 106, aus 
oben beschriebenen GrGnden, teilweise in die 35 
Haftkleberschicht 105 und in die Schaumstoff- 
schicht 104 eingelassen. 



Leiter (6; 106) vorgesehen sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri- 
schen Leiter (6; 106) teilweise in die Haftkleber- 
schicht (5; 105) und gegebenenfalls auch in die 
Schaumstoffschicht (4; 104) eingebettet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruchen 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schaumstoffschicht (4) mit der Basisschicht (3) 
durch Aufschaumen, Verschweissen oder Kie- 
ben, insbesondere mittels einer Haftkleber- 
schicht (34) verbunden ist. 

6 Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Unterseite (32) der Basisschicht (3) eine Haft- 
kleberschicht (2) vorgesehen ist 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis- 
schicht als unspaJtbares Traggewebe (3) aus- 
gebildet ist, auf dessen Oberseite (31) eine 
oben plane durchgehende Haftkleberschicht 
(34) vorgesehen ist, wahrend auf ihrer Untersei- 
te (32) eine unten unebene durchgehende 
Haftkleberschicht (2) vorgesehen ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis- 
schicht (103) als ein kartonartig steifes Flachen- 
gebilde ausgebildet ist 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri- 
schen Leiter (6; 106) Drahte, Litzen und/oder 
textilartige Metallfaden enthaltende Gebilde 
sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri- 
schen Leiter (6; 106) die einzigen durchgehend 
elektrisch ieitenden Materialien der Vorrichtung 
(1; 101) sind. 
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1 . Vorrichtung zum elektrisch Ieitenden Ver- 
legen eines Bodenbelages, mit einer im Ge- 45 
brauch dem Boden zugekehrten Unterseite und 
einer im Gebrauch dem Bodenbelag zugekehr- 
ten Oberseite, DADURCH GEKENNZEICHNET, 

dass sie an oder nahe ihrer Unterseite (12; 112) 
eine Basisschicht (3; 103) aufweist, deren 50 
Oberseite (31 ; 131) mit einer, eine Dicke von 0,5 
bis mehrere Millimeter aufweisenden, Schaum- 
stoffschicht (4; 104) verbunden ist, auf deren 
Oberseite (41; 141) eine Haftkleberschicht (5; 
105) vorgesehen ist, auf deren Oberseite (51 ; 55 
151) elekfrische Leiter (6; 106) derart haftend 
angeordnet sind, dass sie an der Oberseite (11 ; 
111) kontaktfahig freiliegen. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens einige der 60 
elektrischen Leiter (6; 106) zueinander parallel 
verlaufen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich kreuzende 

und elektrisch leitend beruhrende eiektrische 65 
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